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	深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）半导体成品测试（Final Test，以下简称“FT”）设备（以下简称“该产品”“FT测试机”）研发和生产取得重大成果。为便于广大投资者了解公司该产品及其进展情况，现将其情况披露如下：
	一、 产品情况及进展
	二、对公司的影响
	三、 风险提示
	该产品研发取得重大进展到实现大规模量产尚需一定的周期和验证流程，目前主要客户尚未完成最终验证工作，且存在市场环境变化、竞争加剧等因素导致产品效益不及预期的风险，对公司收入及盈利的影响尚存在不确定性。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
	特此公告。

